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Darba mérki un uzdevumi

MERKIS:

Sniegt vadlinijas datu apkopoSanas sistémas izstradei, kas piemérota energoefektivu bivju

konstrukciju siltuma un mitruma migracijas kontrolei

UZDEVUMI:

1. Apskatit projekta izvéleto sistemu, tas uzbiives un komponensu izvéles
kriterijus un nostadnes;

Raksturot sistemas darbibas principus un shemu;

Aprakstit sistémas darbibas laika veiktos uzlabojumus;

Sniegt ieteikumus un rekomendacijas $adu sistemu izstradei;

o~ w DN

Grafiski attelot sistemas pielietojuma shemas.



1. Projekta izveleta sistema

Izveleta sistema ir paredzeta uzstadiSanai telpas. Sisteéma satur 10 miniatirus
temperatiiras un mitruma sensorus, kas paredz€ti izvietoSanai telpas un
buvkonstrukcijas un 1 siltuma pliismas sensoru plaksnes veida. Temperatiras un
mitruma sensori ir ievietoti aizsargkorpusa ar atveri. Siltuma pliismas sensors tiek
nostiprinats uz sienas. Sist€éma atrodas noslégta korpusa, kuram sensori tiek pieslegti
ar kabelu palidzibu. Piekluve mérijumu datiem ir attalinata ar mobila modema

palidzibu. Sisteémas barosana ir ~230V.

2. Sistémas uzbiives un komponensu izvéles kritériji un

nostadnes

Sistémai ir tris ITmenu struktiira, kas att€lota 1.att€la. Augs€ja Iimeni atrodas
skaitlotajs Raspberry Pi [1] un tam pieslégtais 3G modems. Vidgja limen1 atrodas
mikrokontrolieris MSP430F2274 [2]. Apaksgja — treSaja limeni atrodas sensori
temperatiiras, mitruma un siltuma pliismas mériSanai. Sist€mas uzbiive ir modulara,

kas atvieglo tas pilnveidoSanas iesp&jas un programmesanu.

Pamatnostadne sistémas elementu izvéleé bija iericu droSums, nepiecieSama

Skaitlotajs P 3G modems
Raspberry Pi !
h
Mikrokontrolieris +5V barosanas 230V
MSP430F2274 avots
S temperaturas, 5 1 siltuma plasmas
mitruma sensori sensors FQA019C
SHT75

Attéls 1 Sistémas struktira



funkcionalitate, izmainu un modific€Sanas iesp€jas, izméri, pate€réjama jauda un to

izmantoSanas pieejamiba.

Mikrokontroliera MSP430F2274 izvéli noteica ta 16 bitu arhitektura,
nepiecieSamo saskarnu esamiba, loti kompaktas (30x25x10mm) konstrukcijas
risindjuma pieejamiba, iesp&ja apstradat ciparu un analogos signalus un mazs jaudas

paterins.

Skaitlotaja Raspberry Pi izvéli noteica iesp&ja uzstadit Linux savietojamu
operétajsisttmu, nepiecieSamo saskarnu esamiba, kompaktas (90x60x20mm)
konstrukcijas risinajuma pieejamiba un mazs jaudas patérins. Pielietojot kompaktus
elementus ar mazu patéréjamo jaudu, bija iesp&jams izmantot kompaktu, hermétisku

korpusa risinajumu.

Temperatiiras un mitruma sensoru SHT75 [3] izveéli nosaka sekojoSas to

pasibas:
. viena korpusa apvienoti 2 sensori;
. plasais mérijjumu diapazons;
. augsta merjjumu precizitate;

. pilniba kalibréti;

. ar ciparu izeju;

. mazs jaudas paterins;

. ilgstosa stabilitate;

. kompaktums un viegla ieintegréSana.

Siltuma plismas sensora FQAOQO19C [4] izvéli noteica ta precizitdte un
jutigums (kalibracijas vertiba). Tabula 1. satur projekta izveletas sistemas sastavdalu,

taja izmantoto sensoru aprakstu un parametrus.



Tabula 1. Sist€émas sastavdalu parametri un apraksts

N.p. | Nosaukums Skaits | Parametri Funkecijas apraksts
k.
Diapazons -50...+50°C | Méra gaisa vai cieta
L. Temperaturas sensors 5 gab. | Precizitate £0.3°C materiala temperattru.
(termometrs) SHT75 Iz8kirtsp&ja 0.01°C Viena korpusa ar
Reakcijas laiks 8s mitruma sensoru.
Diapazons 0...100% Meéra gaisa vai cieta
2. Mitruma sensors 5 gab. | Precizitate £2% materiala relativo
(higrometrs) SHT75 Iz8kirtsp&ja 0.1% mitrumu.
Reakcijas laiks 8s
Plaksne 180x180 mm Mera siltuma plismu.
3. Siltuma pliismas sensors | 1 gab. Darba temp. -40 .. +80
FQA019C °C
Precizitate £5%
Kalibracijas vertiba:
1mV=8W/m*
Savieno sensorus
4. Kabelu komplekts 1 Katra kabela garums 6 | SHT75 un FQA019C
sensoru pieslégsanai kompl. | m ar ieejas ligzdam.
SHT?75 sensoriem. Veic | Savac datus no
5. Sensoru datu 1 gab savakto datu nosiitisanu | SHT75 un FQA019C
savacejs/uzkrajejs - uz Raspberry Pi. sensoriem. Nosiita
mikrokontrolieris mérfjumus uz
MSP430F2274 Raspberry Pi.
Sanem mérijjumus no
6. Merijumu uzkrasanas, 1 gab. MSP430F2274,
apstrades un nosutiSanas uzkraj tos un regulari
ierice - skaitlotajs nosiita uzkratos datus
Raspberry Pi pa mobilo 4G tiklu uz
serveri.
Izeja: +5V, 3A Baro Raspberry Pi un
7. BarosSanas avots 1 gab. | Ieeja: ~230 V tikls MSP430F2274
Trok3$na spriegums ierices.
1zeja 80mV p-p
Darba temp. -
20 ...+70 °C
Plastmasas IeriCu izvietoSana un
8. Korpuss-konstruktivs 1 gab. | Triecienizturigs stiprinasana.

Izmeéri 15x20x30 cm
Ar nonemamu vaku

Sensoru kontaktu
ligzdas un ~230V
ligzdu izvietoSana.




3. Shéma

+5V baros$anas +5‘; Skaitlotajs _ US:,R | 3G modems
avots ) Raspberry Pi 4
A 2 2
% 2 RS232
+3,3V
~230V
Mikrokontrolieris
MSP430F2274

Ti,H1 || T2,m2 | | T3,H3 || T4, H4 TS, H5 Q

T1,HL...T5, HS5, T6, T7 — temperatiiras (T) un mitruma (H) sensori
Q — siltuma pliismas sensors

Attéls 2 Sistémas shéma

4. Sistemas darbibas principi

lesledzot +5V baroSanas avotu (2.att.), baroSana tiek padota wuz
mikrokontrolieri un skaitlotaju. Notiek abu iericu inicializacija un sak stradat abu
ieri¢u programmas. Mikrontrolieris pariet gaidiSanas reZima un gaida komandu no
skaitlotaja. Skaitlotajs aktivizé 3G modemu un aizsiita mikrokontrolierim komandu
ITH, kas nozimé nolasit pirma temperatiras un mitruma sensora radijumus.
Mikrokontrolieris nolasa pirma temperatiiras un mitruma sensora radijumus, veic
aprékinus un nosiita rezultatus skaitlotajam. Secigi tiek aptaujati visi temperatiiras un
mitruma sensori, ka ar1 siltuma pliismas sensors. P&c katras aptaujas skait]lotajs
ieraksta sanemtos datus tabula, iepriekS tabula fiks€jot aptaujas laiku. Nakosas
sensoru aptaujas notiek ik pe€c 3 miniittm. P&c baroSanas ieslégSanas tiek nosiititi pa
3G modemu 2 aptauju rezultati. Dati tiek uzkrati skaitlotaja un tie sititi 1x diennakti.

StutiSanas laiks, tapat ka aptaujas cikla laiks ir programmeéjams.
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5. Uzlabojumi

Projekta laika pateicoties izv€letajai sist€mas konstrukcijai un tas arhitekttrai
bija iesp&ams pieslégt papildus 2 temperatiiras sensorus, kas nodroSinaja virsmas
temperatiras mérjumus.  Vienlaikus tika veiktas izmainas mikrokontroliera

MSP430F2274 un skaitlotaja Raspberry Pi programmas.

Lai noveérstu siltuma plismas sensora mérjjumu svarstibas tika izveidots
sazem&jums. Tacu siltuma plismas sensora meérjjumu svarstibas tika bitiski
samazinatas, palielinot radijumu viduvéSanas laiku mikrokontroliera MSP430F2274
programma. Lai butu iesp&ja restartét sist€ému, neizslédzot sistémas baroSanu, tika

ierikota restarta poga.

6. leteikumi un rekomendacijas

Ir nepiecieSams sisteémas diagnostikas rezims, kas lauj parliecinaties, ka visas
sisttmas komponentes ir pieslégtas barosanai un funkciong€ normali. To var realizét

ierikojot diagnostikas parslégu, kas parslédz sistému uz diagnostikas rezimu.

7. Sistémas pielietojuma shemas

7.1. Esosas kanepju panelu €kas sienas merjjumi

Kanepju panelis 2560 mm _Kok_slg_edras
izolacija
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7.2. Kalku-kanepju biokompozita 200 mm eksperimentala sienas panela merjjumi

Kanepju panelis 200 mm

/ \H1!T1
H5/T5
50 |
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7.3. Eksperimentalo kanpju-kalka biokompozita bloku izolacija koka sienai no
iek§puses merjjumi

Esosa koka

stavblves siena  Cementa-kalka
Kanepju 200 mm apmetums
bloks 80 mm 20 mm
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